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1.緒論 

近年、印刷デバイスを使用して製造されたセンサ、太陽電

池、バッテリなどのフレキシブルデバイスが注目を集めてい

る。これらの印刷デバイスは簡単に曲げることができ、低コ

ストで製造でき、単一の基板上に複数の機能を持つことがで

きる。また、デバイスの集積方法として 3 次元構造による小

型化と高密度化を両立することができる貫通電極が注目され

ている[1]。貫通電極は、基板に貫通孔を開けて金属を充填す

ることにより、垂直方向の導通を実現するための立体構造で

ある。貫通電極には、高密度、小面積、高周波動作、および

消費電力の低減といった利点がある。貫通電極の一つである

シリコン貫通ビア（TSV）は柔軟性がなく、曲げることはで

きない。そこで、柔軟な樹脂で絶縁基板を作製し、金属電極

を使用して貫通電極を作製する方法を検討した。 

 

2.実験方法 

 SU-8 3025（日本化薬 Co.Ltd.）をフォトリソグラフィによ

りパターニングして、径 20μm のピラーパターンのマスター

モールドを作製した。次に、離型処理を施したマスターモー

ルドからホールパターンのレプリカモールドを作製した。こ

のレプリカモールドにも離型処理を施した。このホールパタ

ーンレプリカモールドに 5μℓ の UV 硬化性樹脂（PARQIT 

OEX-028-X433-3、オーテックス株式会社：以下 X433-3 と表

記）を滴下し、コスモシャイン A4300（東洋紡株式会社）を

被せ UV-NIL を行うことで、X433-3 のピラーパターンのレプ

リカモールドを作製した。X433-3 は硬度が高くピラー形状が

潰れにくいため用いた[3]。次に貫通穴の作製方法を図１に示

す。コスモシャイン A4300 に PAK-01CL を 5μℓ滴下した(図

1 (1))。ピラーパターンのレプリカモールドを設置し(図 1 (2))、

液体分離操作を行って(図 1 (3))シリコン上に設置し加圧をか

けた(図 1 (4))。UV を照射して樹脂を硬化させた(図 1 (5))。ピ

ラーパターンのレプリカモールドを離型して貫通穴を作製し

た(図 1 (6))。次に銀インクの充填方法について述べる。図１

で作製した貫通穴に銀インクを充填し(図 2(1))、上面に残っ

ている銀はキムタオルでふき取った。その後、１２０℃、５

分でベークを行った。この工程を何回か繰り返し、上面と下

面で導通を確認した。また、純水に浸漬して貫通穴電極膜を

Si 基板から剥離し、自立膜を作製した。 
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図 1. 貫通穴の作製方法 
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図 2. 銀インク充填方法 

3.実験結果 

 作製した貫通穴電極に銀インクを充填した後の SEM 画像

を図 3 に示す。直径 23.8μｍで高さ 5.6μｍの銀パターンが形

成されているのがわかる。また、銀パターン上部と下部の抵

抗値は 15Ωと低く、貫通穴電極が形成できた。 
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(a)                   (b) 

図 3  作製した貫通穴へ銀充填後の SEM 画像 

(a) 上面, (b) 断面 

 

次に、作製した貫通穴電極膜の自立膜のカメラ写真と顕微

鏡写真を図 4 に示す。図 4 よりゴム手袋の凹凸がわかるくら

いの自立膜を作製することができた(図 4 (a))。また、貫通穴

電極には銀が十分に充填されていることがわかった(図 4 (b))。 

 

(a)                   (b) 

図 4  作製した貫通穴電極膜 

(a) 貫通穴電極膜, (b) 上面からの顕微鏡写真 

4.まとめ 

UV 硬化性樹脂と液体分離操作により貫通穴のあいた柔軟

な樹脂層を作製した。この貫通穴に銀を充填させ貫通穴電極

を作製することができた。 
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